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INTRODUCERE 

Metodele de testare a ansamblului de plăci cu circuite 
imprimate (engl. PCB) sunt o parte integrantă a procesului de 
producție. Producătorii moderni de sisteme și dispozitive 
electronice oferă diferite metode de testare a plăcilor de circuite 
imprimate care includ: 

1. Testarea în cadrul schemei;
2. Testarea sondei zburătoare (PCB Flying probe test);
3. Testarea optic automată;
4. Testarea arderii (Burn In Test);
5. Examinarea cu raze X;
6. Testarea funcțională;
7. Testarea imaginilor termice.
Testarea imaginilor termice este cea mai rapidă, mai precisă 

și promițătoare metodă modernă de diagnosticare a plăcilor cu 
circuite imprimate. 

Metodele tradiționale de testare optică sunt adesea 
insuficiente pentru a detecta defecte mari. Însă există și metode 
alternative de testare. 

Când se aplică tensiune pe placa de circuit imprimat, prin 
circuitele electronice trece un curent electric, ceea ce conduce la 
încălzirea elementelor de pe placă (fig.1). 

Fig. 1. Imagine cu supraîncălzirea PCB 
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Apoi pot fi determinate și vizualizate câmpurile termice ale 
plăcilor PCB cu ajutorul unei camere de termoviziune. Cu suficiente 
cunoștințe despre caracteristicile câmpului termic, defectele de 
producție pot fi detectate deja la începutul procesului de proiectare. 
Testarea imaginii termice poate fi, de asemenea, eficientă în 
producția de serie sau prototipare. 

În timpul etapei de proiectare a PCB, termografia poate fi 
utilizată pentru a vizualiza încălzirea excesivă a anumitor 
componente. Acest lucru poate fi cauzat de o varietate de defecte, 
inclusiv scurtcircuite electrice, componente instalate incorect sau 
staniu de lipit insuficient. Aceste probleme pot fi detectate cu 
ajutorul unei camere termice. 

Imaginile termice joacă un rol important la testarea simultană 
a unui număr mare de plăci de circuite imprimate instalate și, de 
asemenea, poate ajuta la detectarea imediată a unei game largi de 
probleme după asamblarea PCB. Dacă, de exemplu, o componentă 
nu este instalată corect și există conexiuni “reci”, componentele pot 
fi expuse la căldură semnificativă. În testarea tradiționale a 
echipamentelor, astfel de defecte nu apar întotdeauna imediat și, 
prin urmare, trec neobservate. Dar, odată cu funcționarea prelungită, 
componentele nefiabile încep să se defecteze din cauza 
temperaturilor ridicate, ceea ce duce la defectarea întregii plăci de 
circuit imprimat.  

Aceste probleme pot fi detectate cu o cameră termică imediat 
după montarea și activarea PCB, fără a fi nevoie de testarea 

funcțională! Când se compară o imagine termică a unui PCB 
normal cu o imagine a plăcii testate, este ușor detectată o diferență, 
ceea ce indică prezența defectelor. 

Imagistica termică îmbunătățește procesul de proiectare a 
PCB și poate reduce timpul de proiectare. Dacă amplasarea 
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componentelor pe placă nu este realizată corect, atunci fluxul de 
curent ridicat prin unele părți ale PCB va provoca o încălzire 
excesivă (fig. 2). Acest lucru, la rândul său, va face PCB instabil și 
îi va scurta durata de viață. În plus, aceste probleme de proiectare 
sunt foarte greu de detectat fără o cameră termică. 

Fig. 2. Exemplu de imagine termică a supraîncălzirii elementelor PCB 

Supraîncălzirea componentelor electronice cauzată de 
tensiunea electrică este cel mai important factor care reduce 
fiabilitatea acestora. Creșterea temperaturii cu 10-15°C într-un 
dispozitiv semiconductor poate reduce durata de viață a produsului 
cu mai mult de 50%. 

Vom analiza în continuare capacitățile și caracteristicile 
camerei termice FOTRIC 616C. Aceasta este mai indicată decât 
altele la testarea cip-ului și detectarea defectelor de proiectare a 
PCB în baza următoarelor avantaje:  

• lentilă macro- cu o rezoluție de 50 µm și o sensibilitate
ridicată de 50 mK; 

• fluxuri video radiometrice complete cu frecvența de cadre
configurabile de până la 30 Hz; 
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• precizie mare de măsurare ± 2°C sau ± 2%, oricare dintre
acestea este mai mare; 

• software puternic pentru analiză la PC - AnalyzIR.
Camera are următoarele capacități funcționale: 

1) Optimizarea rutei cip-urilor
Cu ajutorul camerelor termice designerii pot determina 

distribuția generală a căldurii și, totodată, pot adăuga răcitoare și 
alte componente. La compilarea codului pentru FPGA, rutarea cip-
urilor poate să nu fie optimă. Schimbarea temperaturii în diferite 
zone poate fi mapată cu FOTRIC AnalyzIR pentru a detecta sarcini 
excesive pe unele zone ale cip-ului mai mari (fig. 3). 

Fig. 3. Curbe de distribuție timp–temperatură a pieselor 

cu sarcină excesivă (programul AnalyzIR) 

Distribuția tridimensională a temperaturii poate vizualiza mai 
bine anomalia termică (programul AnalyzIR) (fig. 4). 
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Fig. 4. Anomalie termică în zona procesorului 

2) Timp redus de dezvoltare PCB
Utilizarea imaginilor termice reduce timpul de dezvoltare a 

plăcii și îmbunătățește procesul de proiectare a PCB. În cazul unui 
defect în amplasarea elementelor, prin unele zone ale PCB va curge 
un curent puternic, conducând la o încălzire excesivă care, la rândul 
său, va face PCB instabil și îi va scurta durata de viață. Cu toate 
acestea, nu este ușor a fi detectate aceste defecte de design fără o 
cameră termică. 

Înregistrând anomaliile termice ale componentelor PCB, 
camera FOTRIC 616C poate detecta rapid defectul de proiectare și 
poate înregistra procesul de generare a căldurii (fig. 5). 

a)
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b) 

Fig. 5. a) Plăci de bază NVIDEO;  b) puncte de supraîncălzire

3) Detectarea problemelor după asamblarea PCB
Camerele termice pot verifica simultan un număr semnificativ 

de PCB instalate și pot ajuta la identificarea imediată a unei game 
largi de probleme după montarea PCB (fig. 6). 

Fig. 6. Defecte de montare 
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4) Încălzirea datorită conectării la rece

O componentă amplasată incorect pe un PCB cu conexiuni 
reci poate deveni foarte fierbinte. 

În prima etapă a testării echipamentelor tradiționale, astfel de 
defecte trec adesea neobservate, iar în timpul funcționării pe termen 
lung, din cauza temperaturilor ridicate, componentele pot înceta să 
funcționeze, apoi și întreaga placă. 

Aceste probleme pot fi detectate de camera termică FOTRIC 
616C imediat după montarea și activarea PCB fără a fi nevoie de 
testarea funcțională. Operatorii pot găsi orice anomalie, comparând 
imaginile în infraroșu ale unui PCB testat cu un PCB funcțional fără 
a cunoaște designul. 

Astfel, controlul și monitorizarea „comportamentului” termic 
al componentelor electronice este necesar pentru a detecta posibilele 
defecțiuni ale acestora și pentru a le îmbunătăți fiabilitatea. 
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